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El Procesador

» E( Microprocesador es el chip mas importante de
cualquier placa base, ya que sin el, la computadora no
podria funcionar.

» Fs formado por miles (o millones) de elementos llamados
transistores, cuya combinacion permite realizar el
trabajo que tenga encomendado.

» A menudo este componente se denomina CPU (Central
Processor Unit) o Unidad Central de Procesamiento y se
describen en términos de su tamano de palabra, su
velocidad, memoria caché interna y la capacidad de su
RAM asoc1ada -




El Procesador

i : J
= UC (Unidad de control) PARTES DE UN PROCESADOR

Generador
de Reloj

» Controla y dirige el resto de
unidades del procesador

» UAL (Unidad Arirmetico logica)

‘ o Unidad
» Operaciones matematicas y Aritmético
l6gicas Logica
» Decodificacion y ejecucion de
instfrucciones de los programa Decodificador

alojados en la RAM Unidad Carga de de
de Control || Instrucciones Instrucciones

» FPU Unidad de punto Flotante




El Procesador

» Para elegir un Procesador siempre se habia
tenido en cuenta la potencia de calculo.

»[Es mucho mas complicado gue antes saber qué
procesador es mejor

®» Actualmente es importante la eficiencia
energetica.

»Tambien otros paradmetros: Nucleos, QPI, DM,
Hypertansport, Virtualizacion, SSE ...




Caracteristicas

» Palabra: nUmero de bits gue maneja como una unidad
de sistemas de computacion: 32 bit (x86) y 64 bit
(amdé4)

» AMD Opteron y Athlon 64 (2004)

AMD 1

&y

Opteron”




Arquitectura de 64 y 32 bifs

®» | s arquitecturas de 32, 64 y 128 bits, hace referencia al
ancho de los registros con los que trabaja la ALU o buses
de datos o direcciones.

®» | g arquitectura de los ordenadores de 64 bits fiene
InNfegrados registros que son de 64 bits.

» | mite de RAM es de 4 GB en 32 bifs.

4 GB de RAM 16 Exabytes

106 millonés de Taralytes)




Ley de Moore

» [975; el nUmero de transistores por unidad de superficie en circuitos

infegrado se duplicard cada ano
Moore’s Law — The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2018)

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years.
This advancement is important as other aspects of technological progress — such as processing speed or the price of electronic products — are
linked to Moore's law.
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Data source: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count)



https://impactotic.co/tendencias-2020-el-pasado-presente-y-futuro-de-los-procesadores/

Frecuencia de integracion

» A mayor frecuencia de integracion:

» Mayor nUmero de transistores
» Menor consumo
» Mejor Arquitectura

=» Mayor velocidad

» Primeros Pentium: 230 millones de fransistores

» |nfel Corei/: 1170 millones de transistores

» |nfel Corei9: 2




Frecuencia de intfegracion

. . NUmero de .
Fabricante | Modelo Frecuencia . Relevancia
transistores

Intel 4004 740 kHz 2.300 1971 Primer microprocesador

intel 8080 3,125 MHz 6.000 1974 Elestandar de la época, base del 8086

Motorola 468000 25 MHz 68.000 1979 In’regrodo en Apple Macintosh y Commodore
Amiga

Intel i860 40 MHz 1'000.000 1989 Primero con un millén de transistores

AMD AM386 40 MHz 575000 1991 :;cizlclono a AMD como competidor directo de

intel Pentium 40 MHz 3100.000 1993 Z?rzr(])e]r()o de la linea Pentium, todavia existente en

AMD KS 133 MHz 4'300.000 1996 Primero desarrollado enteramente por AMD

AMD Athlon 1 GHz 22'000.000 1999 (P}r:_rlger procesador en romper la barrera de 1

AMD Athlon 64 | GHz 105'900.000 2003 Zngﬁsr procesador basado en la tecnologia de

Intel Xeon 7400 2.13 GHz 1.900'000.000 2008 Rompe la barrera del billdén de transistores

Mayor niUmero de nucleos en el mercado (64

AMD Epyc Rome 3.35 GHz 39.540'000.000 2019 nGcleos y 124 hilos)




Arqguitectura CISC

Compex Instruction Set Computer

®» Juego de instfrucciones completas y lentas de ejecutar.

®» Agrupan diversas operaciones de bajo nivel en la
misma instruccion.

» Programas sencillos de desarrollar y pocos accesos d
memoria.

» Diseno electronico complejo

» Jso comuUn en equipos de escritorio
» Familia Intfel y AMD




Arquitectura RISC

Reduced Insfruction Set Computer

» Juego de instrucciones simples y rapidas de
ejecutar.

» Hay un catdlogo de pocas instrucciones sencillas.

®» Programas mas largos y mas accesos a datos
guardados en memoria.

» Diseno electronico mas barato

» Productos ARM: moviles y tendencia actual en
Servidores y escritorio.




RISC vs CISC

CISC VS riSC resumen

RISC

CISC

Unas cuantas instrucciones simples

Muchas instrucciones complejas

Instrucciones de longitud fija

Instrucciones de longitud variable

Complejidad en el compilador

Complejidad en el Microcodigo

Acceso a la memoria solo con
instrucciones load/store

Muchas instrucciones pueden accesar
la memoria

Muy pocos modos de Direccionamiento

Muchos modos de Direccionamiento




Arquitectura interna

» Un Procesador de 2 GHz no es el doble de rapido
que otro a 1 GHz porgue hay que tener en cuenta
ofros aspectos como:

®» | g velocidad de los buses de la placa, la velocidad
de la RAM, la generacion del procesador ...

» Por eiemplo: un Intel Core i7 de 2,66 GHz es
muchisimo mas radpido que un Pentium 4 a 3,4GHz.



Diagrama de blogues de CPU actuadl

» Primeros procesadores: UC + ALU + registros.
» N |as CPU actuales anaden:

» Unidad de punto flofante, o coprocesador
matematico. Realiza las operaciones en punto
flotante.

» | 0 caché del procesador, de nivel 1, 2 o 3. Para
reducir el fiempo necesario a acceder a los
datos de la memoria.



Conexiones internas procesador - FSB

» Bys Frontal, FSB (Front Side Bus) conecta
CPU con la placa base, es la interfaz entre
la caché y la placa base. Tiene un ancho
de 64 bifs.

» Bys posterior, BSB (Back Side Bus) interfaz
entre la cachée de nivel 1, el nicleo del

sporte
Cl Interfaz

& procesadory la ccché de nivel 2.

integrada




Conexiones internas procesador - FSB
Velocidad

» Se mide en MHz o GHz (1 GHz = 1000 MHz).

» Velocidad interna a la que funciona el procesador
InNfernamente.

» Velocidad del bus de sisfema o velocidad FSB:
velocidad a la que el micro se comunica con la
placa base.

» MT/s: Megatransfers/segundo

= Numero de ciclos que se usan para fransferir
informacion

= MIPS: Millones de instrucciones por segundo
» FLOPS: Floating point operations per second



Conexiones internas procesador - FSB
Velocidad - Multiplicador

® | 0 placa base funciona a una velocidad vy el
microprocesador a oftra.

» | micro dispone de un adaptador de velocidad:
MULTIPLICADOR.

» Fiemplo: Pentium D a 3,6 GHz que utiliza un bus
(FSB) de 800 MHz.

» Multiplicador 4,5 para 800 x 4,5 = 3600.

»Fn general esto se expresa asi Pentium D 3,6 GHz
(800x4,5).



Conexiones internas procesador

» E| multiplicador estd quedando en desuso.

» | 0 caché, doble o mas transferencia por ciclo o
dual channel hacen que el multiplicador ya no
sea una pieza clave en el rendimiento del
ordenador.

»| 0 comunicacion del uP (microprocesador) CON el
resto de componentes ya no se realiza por el FSB,
sino por interfaces de mas alto nivel como QPI,
DMI o HyperTransport.



Conexiones internas procesador
HyperTransport

»En equipos de AMD, como de Nvidia, o Apple.

» AMD decide incluir el controlador de memoria
dentro del chip y debido a esto descarga el bus
de un gran frasiego de informacion.

» Procesadores AMD Athlon, durante mucho
tliempo fueron los reyes en prestaciones

BUS HYPERTRANSPORT

e,

comunicacion bidireccional

PROCESADOR NORTHBRIDGE



Conexiones internas procesador
DMI (Direct Media Interface)

» DMI tecnologia de Bus que se utiliza en
procesadores Intel Core i3, 15 e I/.
Respuesta al HyperTransport.

®» E| procesador se comunica a través de
Networking un canal diferente con la RAM, un

CPU

. Central
: Processar Unit

PCH ““"‘"“"‘* canal diferente con PCle y tercera DMI
it canal para comunicarse con todos los
Hub s .
..,-""‘ demdas componentes del equipo.

» Consecuencia: aumento del
Iy rendimiento de manera significativa.




Conexiones internas procesador
QPI (Quick Path Interconnect)

» Ofra alternativa Intel para competir con HyperTransport

» Fvolucion de DMI destinada a usuarios enfusiastas que
utilizan varias tarjetas graficas. Amplia el ancho de
banda

» También solucion para caso de varios procesadores.

DDR32 memory 8.5 Gb/s
DDR3 memory 8.5 Gb/s
DDR3 memory 8.5 Gb/s




Memoria cacheée

i Nucleo i Nucleo

Cache L2
Caché L3 (2 MB/nucleo)

L1, L2y L3

Memoria Caché

Reltios

menena A R,

Almacenamiento Terciario (Sistemas
de almacenamiento distribuidos)



Memoria Cache

Dedicated L1

» Locality keeps most critical data in the
L1 cache

* Lowest latency

» 2 loads per cycle

Dedicated L2
» Sized to accommodate the majority of
working sets today
» Dedicated to eliminate conflicts
commeon in shared caches
& Better for Virtualization

Shared L3 - NEW

# Victim-cache architecture maximizes
efficiency of cache hierarchy

» Fills from L3 leave likely shared lines in
the L3

» Sharing-aware replacement policy

» Ready for expansion at the right time
for customers

Core 3 Core 4

Cachia Cacha Cachie
Contral Coantraol Canbral Contral




Memoria Cache

» RApida y de poca capacidad. L1 y L2 se ubican en el
uP (la L1, concretamente en el nucleo).

» Utillizada para reducir el tiempo de acceso a datos.

» Guarda copias de los datos usados con mayor
frecuencia que el uP no pierda tiempo mientras espera
datos de [a RAM.

» Todos los procesadores actuales tienen una caché de
nivel 1 o L1 y una caché de nivel 2 o L2.



Memoria Cache

» Hay uP con L3.
» cjemplos:
» AMD PHENOM 92600 QuadCore
w3 niveles de caché: L1 512 KB, L2 4x512 KB, L3 2 MB
»Total de cae 4,5 MB
» [NTEL CORE 2 QUAD Q6600

»?) niveles de caché: L1 64 KB + 64 KB, L2 2x4 MB
»otal de caché: 8.128 MB




Memoria Cache

» Notacion sobre la cantidad de caché:

» Donde dice 64 KB + 64 KB: indica que 64 KB son para
direcciones y 64 KB para datos.

» ) x 4 MB: 4 MB por nucleo si tiene 2 nucleos o 4 MB por
pareja de nucleos si fiene cuatro nucleos.

» Si dice 2 MB en lugar de 4x512 KB, es compartido por
todos los nucleos (4 en este ejemplo en concreto).

» ;Cuanta caché tiene un Intel Core 15-9600K2



https://www.techpowerup.com/cpu-specs/core-i5-9600k.c2090

Memoria Caché

» |ntel® Core™ |3-7/300

TipodeCPU Corei3

Socket 1151
Formato FC-LGA4

Nacleo Descripcién Corei3 7)o (Kaby Lake-S)
Namero 2
Microarquitectura Kaby Lake-S

Tamanode laestructura 14 NM
Frecuenda de reloj 3500 MHz
Caché |Level 1:4x32kB, Level 2: 2x 256 kB, Level 3: 4096 kB

Ventilador Ventilador en caja (Disefio ATX, PWM)
CPUs en sistema de multiprocesador 1
Controlador de memoria Canales 2
Voltaje 1.2 voltios - 1.35 voltios
Estandares soportados DDR3-1333, DDR3-1600, DDR4-2133, DDR4-2400

Baja tensién sl
Grafica GPU Gréficos HD Intel 630
Reloj normal 350 MHz

Turbo hasta un méaximo 1100 MHz
Relojdebus 8000 MT/S
Consumo de energia (TDP) maximo 35 vatios

Juegodeinstrucciones MMX SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1 + SSE4.2 AES, AVX, AVX2, BMI, BMI1 + BMIZ2,
F16C, FMA3, EM&4T, NX/XD, HyperThreading, VT-x, VT-d, TSX, MPX, SGX



https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/97457/intel-core-i3-7300t-processor-4m-cache-3-50-ghz.html

Memoria Cache

» Compartida por nucleo: Smart Cache (Intel) L2 y L3

» comparte la caché real entre los nucleos de un
procesador multi-core

» Un nucleo Unico puede utilizar la caché L2 o L3 si los ofros
nUucleos estan inactivos.

» | 0 caché compartida hace que sea mas rapido
compartirmemoria entre diferentes nicleos de ejecucion.

Intel® Core ® ™ |7-8700K Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)

3.70GHz 12MB Smart Cache procesador
(up to 4.70 GHz), 8 generacion de procesadores Intel® Core™ i/, 3,70 GHz, PC, 14 nm, i7-8700K, & GT/s)




Hyper Threading

» Desarrollada por Intel a partir de los Pentium 4 a 3,6 GH.

» Un Unico procesador fisico sea utilizado por el Sistema Operativo como si
hubiera dos 10gicos

How Hyper-Threading Technology Works

Physical Logical processor Physical processor Throughput
Processors visible to OS resource allocation
5 Time >
- 20
-5 ST
o: B |||||-
£ Thread 2 Thread | '
E '§ Resource 2 -
3 Resource 3 -
: i
> :
4 —T
Es !
3 resorce 2| I
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CPU Operating Speed
— External Clock

- Multiplier Factor
AGP Frequency

CPU FSB/DRAM ratio

CPU Interface

Overclocking

» Overclocking: ajustar la potencia, voltaje, nucleos y
ofros valores para elevar el rendimiento del equipo.

» Alarma TDP (Thermal Design Power) y aumento de
temperatura. Hay que mejorar la refrigeracion.

» Cambios en MULTIPLICADOR (BIOS)
» Cambios en tension: peligro de quemarlo
» AMD Athlon XP:

TI—— El overclock del procesador permite aumentar la frecuencia de 133

148 Miz MHz a 148 MHz, y el mulfiplicador cambia de x13,5 a x16,5
x16.5

72 MHz

Auto

Enabled


https://es.wikipedia.org/wiki/Overclocking

Overclocking

®» Hecho de funcionar un componente del ordenador a una
velocidad superior a su velocidad de diseno original

» Modelos de Intel: vienen marcados por un K en su denominacion.

» Modelos de AMD Ryzen: vienen marcados por un X en su
denominacion. ( )

TRESPASSING

» {/-6700K es de 100 MHz y multiplicador de 42 = 4,2 GHz. Algunas
placas modifican el multiplicador y sube |la frecuencia. Por ejemplo,
pasando de 42 a 45 el multiplicador, y de 100 a 103, llegando a 4,6
GHz.

» Estdn desbloqueados (con su software asociado).



https://www.xataka.com/componentes/la-gama-amd-ryzen-filtrada-junto-a-xfr-el-overclocking-automatico-de-unas-cpus-que-apuntan-maneras
https://www.adslzone.net/2016/11/18/guia-basica-overclock-cpu-principiantes/

Turbo Boost

» Tecnologia que permite modificar la frecuencia del reloj segun
» Carga de Trabagjo
» Hardware disponible
» Software y configuracion del sistema

» [qQctores:

» Tipo de carta de frabajo / NUmero de nucleos activos / Consumo energia
» Consumo energético estimado / temperatura procesador.
®» Requisitos:

» Ademds de contar con al fecnologia deben cumplirse las condiciones de
temperatura y consumo de energia

» Por ejemplo: El Intel i? 7900 tiene una velocidad de 3,30 MHz y una velocidad
maxima de furbo de 4,30 GHz




Turbo Boost

Intel® Turbo Boost Technology 2.0

Four-Core Turbo Dual-Core Turbo Single-Core Turbo

Intel Turbo Boost Technology

2.0
B
Processor 25€ Max Single| Max Dual |Max Quad

Number (I;r:g) Core Core
Turbo Turbo

(GHz) (GHz)

Intel® Core™ i7 Processors S-Processor Line)

i7-6700 4/8




Overclocking vs Turbo Boost

= Turbo Boost es el aumento de velocidad realizado por el
propio procesador

» [ncorporado/implementado en el microprocesador.
» | gumento de la velocidad es automatico bajo demanda
» Se adapta automdticamente a aumentos de temperatura

» | overclocking es un aumento manual de la velocidad.

» Afecta no solo a microprocesador, sino a placa, memoriq,
grafica

= | a gestion de temperatura y ventilacion corren a cargo del
usuario o de la placa automdaticamente (XMP)

» Cuando overclockea sus componentes, los estd operando fuera
de la envolvente de potencia/voltaje/frecuencia garantizada
para la cual fueron disehados




TDP (Thermal Design Power)

» “Mdaxima potencia que es capaz de usar un dispositivo”.
No indica los vatios que consumird, aunque si estd
relacionado con ellos.

» Cantidad mdaxima de calor que se espera que un
componente produzca

» Sirve de indicacidon para disenar la refrigeracion que
deben usar.

®» No solo los procesadores tienen TDP sino que cada
elemento incluso la placa base fiene un consumo Mmaximo.

» | o TDP mads importante de un equipo es la del procesador
limita la frecuencia a la que puede funcionar el micro.




Alimentacion

» E| consumo de energia de la CPU estd ligado a
la velocidad de proceso vy la actividad interna.

» S| se calienta demasiado la CPU = reinicios
espontdneos.

» Se evita con disipadores de calor que suelen incluir
un ventilador.

w» | disipador extrae el calor de la CPU.
»E| ventilador enfria el disipador.




Refrigeracion

i\\ﬁ\\\\) DISIPADOR

/

REFRIGERACION LIQUIDA

VENTILACION




Refrigeracion

» Pasta férmica para ayudar la fransferencia del
calor




Socket

» |GA (Land Grid Array). Pines en el socket
» PGA (Pin Grid Array). Pines en la CPU

"
-

) \\\\\\\\

» BGA (Ball Grid Array). Bolas de estano que
\ ).

T—

se sueldan al socket




Etfiguetado de los procesadores Intel

» Fn el siguiente enlace fienes todo fipo de informacion

“K» - Multiplicador desbloqueado para facilitar overclocking.
“U” - Bajo consumo.

v “-. PR
“H” - Mayor Rendimiento.
Intel‘” Core™ | - processor ., Y comiet! | .
-y, G” - Incluye grafica discreta en la misma die.

s YonE, Conprten w 8 «HQ» - Multiplicador desbloqueado y alto rendimiento.
“M” - Xeon Mobile

\ / “T” - Bajo consumo para sobremesas.

ramd Gen  SKL Numeric Praduct Line
Muodifier  Indicator Digits. S

~ \\ 8* generacion de procesadores Intel® Core™ i7-8650U - Bajo consumo

Ir'ﬂcelm Cnre pProcessor

s

8? generacion de procesadores Intel® Core™ i7-8705G - con grafica



https://www.intel.es/content/www/es/es/processors/processor-numbers.html

BUsqueda especificaciones y
caracteristicas Intel

;Qué le podemos ayudar a buscar?

Intel Core i7-9700K Q
2 resultados de coincidencia
ie Intel® Core™ i7-9700KF Processor (12M Cache, up to 4.90 GHz) Agregar a Comparar
CORE i7 ||
 JthGen g . Procesadores Intel® Core™ i7 de Sna
- Coleccion de productos . Estado Launched
generacion
Fecha de lanzamiento Q119 Cantidad de nucleos 8
. . Frecuencia basica del
Frecuencia turbo maxima 4,90 GHz procesador 3,60 GHz

Caché 12 MB SmartCache TDP 95 W




Etfiguetado AMD Ryzen

» Primer digito: nUmero de nucleos

» /7 > 8 nUcleos

» 5 - 46 nUcleos

» 3 > 4 nucleos
» Segundo digito: Generacion
» Tercer digito: Velocidad de trabajo

» |etfra X: Mayores frecuencias

Rendimiento

Nucleos/Segmento Generacion



https://tecnotrono.com/hardware/procesadores/303/

BUsqueda en AMD

« = ¢ @ © & httpsy/fwww.amd.com/es/processors/ryzen#*CARACTERISTICAS

B - 9% In @ @

RESUMEN CARACTERISTICAS RENDIMIENTO  ESPECIFICACIOMNES DEL MODELO

Procesadores para computadoras de escritorio AMD Ryzen™ serie 5000

Procesadores Ryzen™ 9
5950X para computadoras
de escritorio

Modelo de graficos: Se requiere tarjeta
grafica discreta

# de nucleos de CPU: 16

# de hilos: 32

Reloj de aumento max. @: Hasta
4.9GHz

Reloj base: 3.4GHz

Solucién térmica (PIB): Not included
TDP/TDP predeterminado: 105W

Procesadores Ryzen™ 9
5900X para computadoras
de escritorio

Modelo de graficos: Se requiere tarjeta
grafica discreta

# de nucleos de CPU: 12

# de hilos: 24

Reloj de aumento max. @: Hasta
4.8GHz

Reloj base: 3.7GHz

Solucién térmica (PIB): Notincluded
TDP/TDP predeterminado: 105W

Procesadores Ryzen™ 7
5800X para computadoras
de escritorio

Modelo de graficos: Se requiere tarjeta
grafica discreta

# de nicleos de CPU: 8

# de hilos: 16

Reloj de aumento max. @: Hasta
4.7GHz

Reloj base: 3.8GHz

Solucién térmica (PIB): Not included
TDP/TDP predeterminado: 105W



https://www.amd.com/es/processors/ryzen#CARACTER%C3%8DSTICAS

